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ABSTRACT: 

The invention relates to the fabrication of electronic cards, with 
hybrid 

integrated circuits and with interconnection studs, in which the male 
5 and the 

female 3 studs are fastened directly by soldering 8 onto the outer 
faces of the 

integrated circuit substrates 2. By a judicious choice of the 
locations of the 

studs 3 and 5, it is possible to arrange that all the studs interact 
with studs 
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of an adjacent card, thus leaving a maximum space free for 
accommodating 

electronic components 10. <IMAGE> 
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© Precede d'assemblage et d'lntsrconnexlon de cartes electronlques modulalres, cartoa at ensemble de cartes 
6lectrontques salon ce precede. 



© L'lnventlon concerne la confection da cartes electronl- 
qlles a circuits (ntegres hybrides avec plots d'intercon- 
nexlon, ou les plots males 5 et femelles 3 sont rapportes dl- 
rectement par brasure 8 sur les faces extemes des 
substrats 2 a circuits Integres. Par un cholx judlcieux des 
emplacements des plots 3 et 5. an peutfalre en sorte que 
tous les plots cooperent avec des plots d'une carta volslne 
en libsrant alnsi un espace maximum pour la reception des 
^ composants electronlques 1 0. 
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"PRCCEOE D'ASSEVBLAGE ET D' INEEBOCNNEXKN BE CARIES ELECH9CNK33ES 
MKJIAIEES, CARIES ET EN3BELE EE CARIES ELECIBCNIQDES SELCN CE 
EBDCEDE" 



La present e Invention concerns 1' assemblage et 1 1 interconnexion 
de cartes <§lectroniques modulaires a circuits integres hybrides, du 
genre ou l'on prevoit des plots d' assemblage et d' interconnexion de 
part et d' autre d'un substrat plat de cheque carte modulaire, agences 
transversalement su substrat de carte electronique, les plots saillant 
sur une face dudit substrat de carte e*tant tous du type femelle, tandis 
que les plots saillant sur une face opposee dudit substrat de carte 
sont tous du type male de dimensions telles qu'un plot male puisse 
cocperer a embrochement avec un plot femelle, les conposants 
electroniques <5tant tous months sur une face dudit substrat de carte 
electronique en contact par des conducteurs integres avec une plural ite 
de tels plots, les cartes etant assemblies en un empilement broche avec 
des conducteurs d' alimentation a la peripheric laterale ou d' extremity 
dudit erapilement. 

Un tel proceed a deja 6t6 propose 1 dans le document 
ER-A.88.16.612 ou l'on deerit un systems d* assemblage et 
d' interconnexion avec des plots' de raccordement fozmant d'une seule 
piece une partie femelle opposes a une partie male dont elle est 
separee par une partie mgdiane, le tout Etant enfiche dans un passage 
transversal de substrat de carte de faccn que la partie mediane de ce 
plot double soit enserree et fixee a demaure dans ledit passage 
transversal de substrat de carte. Cn realise ainsi des ensembles de 
cartes electroniques modulaires par embrochement des plots males d'une 
carte dans le plot femelle en regard d'une carte adjacente. 

Cette disposition presente de nombreux avantages, notanment de 
pezmettre une circulation extremement rapide de toute donnee 
electronique, en raccaurcissant au strict minimum le trajet qu'elle 
doit suivre. Cependant, Etant donnee la complexity des circuits mis en 
ceuvre sur un tel assemblage de cartes, 11 se produit de ncmbreuses 
interruptions et reprises de circuits, de sorte qu'un grand nambre de 
plots males ou feme lies de tels plots doubles se trouve inutilisable et 
se presente, dans l 1 assemblage, sans etre raccorde a un plot male ou 
femelle d'une carte vol sine. II en results essentiellemsnt une 
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deperdition de place et un surdimensionnement inutile des cartes 
Electroniques ou, au contraire, una reduction de la charge en 
corposants electroniques, qui peut etre admise par chaque carte 
Electronique. 

La prEsente invention a pour objet 1* assemblage et 
1' interconnexion de cartes Electroniques modulaires a circuits integres 
hybrides, oil cet inconvenient est supprimS, ce qui permet de rEaliser 
de telles cartes Electroniques avec une capacity de charge en 
ccnposants Electroniques qui est maximale, et cet object if de 
1* invention est attelnt en ce que chaque plot, male ou femelle, 
constitue une piece mEtallique distincte, que l'on solidarise par sa 
base face centre face sur la surface externe du substrat de carte 
Electronique, en contact avec ur. cenducteur Integra* dans Iedit substrat 
de carte. De la sorte, on peut rEaliser des cartes Electraniques, ou 
tout les plots sont opEraticmnels, e'est-a-dire cooperent avec des 
plots d'une carte voisine en evitant ainsi la presence de plots 
inutiles. II en rEsulte une plus large liberation de place sur la face 
de substrat qui sert a la reception des ccnposants Electroniques et, 
toutes choses Egales par ailleurs, une plus forte concentration de 
ccnposants electroniques par unite" de surface de carte ou par unite 1 de 
volume d'un tel assemblage de cartes Electroniques. 

La presente invention a pour objet Egalement une carte 
Electronique modulaire a circuit integrE hybride du type susmentionne, 
ou chaque plot m&le ou femelle est constituE d'une piece mStallique 
distincte, dont une base est solidarisEe face centre face sur la 
surface de substrat de carte. Selon une forme particuliere de 
rEalisation, la fixation d'un plot sur un substrat de cartes 
Electroniques s'effectue par l'intexmEdiaire d'un depot metal lique 
prEalable sur le substrat et brasage de la base du plot sur ledit dep6t 
metal lique, par exenple au moyen d'une erasure type cuivre-argent. Oi a 
constat*? qu'on rEalisait ainsi un ancrage particulieranent rbbuste du 
plot sur le substrat. 

L' invention concerne Ecalement un enseufole de cartes 
Electroniques modulaires a circuits intEgrEs hybrides, du type 
susmentionnE, oa tous les plots d'une quelconque carte dudit 
enpileroant cooperent h embrochement d'assenblage et d' interconnexion 
electrique avec les plots associEs d'une carte voisine. 
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L" invention vise dgalement a perfectionner le refroidissement 
de tels enpilementa de cartes dlectroniques, dont la charge en 
corposants dlectroniques par unite* de volume se trouve ainsi accrue, ce 
qui provoque une dissipation thermique telle que le sinple 
refroidissement par l'air ambient s'avere insuffisant. 

Selon 1' invention, on place un tel ensemble de cartes 
dlectroniques k circuits intdgrds hybrides dans un bottler henndtique 
sounds a un fluide de refroidissement. Avantageusement le bottler 
henndtique prdsente des moyens de dissipation thermique vers 
l'extdrieur et, selon une forme de. mise en oeuvre, le bottler 
henndtique est associd a un raoyen de transfert d'une dnergie de 
rdfrigdration provenant de l'extdrieur. 

Les caractdristiques et avantages de 1' invention ressortiront 
d'ailleurs de la description qui suit en reference aux dessins annexds 
dsns lesquels : 

- la figure 1 est une vue partielle schdmatique et en coupe d'une carte 
dlectranique du genre k substrat rdalisd par feuilles cdramiques 
pressdes et co-cuites h haute tempdrature ; 

- la figure 2 est une vue dgalement schdmatique en coupe partielle 
d'une carte dlectrcnique du genre t substrat cdramique rigide ; 

- la figure 3 roontre une vue schdmatique partielle d'un enpilement de 
tel les cartes dlectroniques eaforochdes ; 

- les figures 4 et 5 aont des vues schematiques d'un enseoble de cartes 
dlectroniques placdes dans un bottler henndtique refroidi. 

En se rdfdrant a. la figure 1, une carte dlectranique est 
constitute ici par co-cuisson a haute tempdrature d'une plural ltd de 
feuilles cdramiques crues foiroant support de depots mdtallisds destines 
& order des canducteurs intdgrds que l'on retrouve a diffdrents niveaux 
tels que 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 dans une masse isolante constitude 
pour l'essentiel des support en feuilles cdramiques crues de depart et 
de ddpdts isolants interstitiels. One description ddtaillde de 
l'dlaboration gdndrale de tels substrata de cartes dlectroniques est 
tout a fait superflue, car cette technique est bien connue. 

Dans la particular! td selon 1' invention, chaque substrat 2 
incorporant les canducteurs integrds 1-1, 1-2, etc... est associd a des 
plots d' interconnexion scit du type feme lie 3 sur la face supdrieure 4 
du substrat 2, soit du type mile 5 sur la face infdrieure 6 du substrat 
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2, un plot 5 fonnant broche cylindrique adapts k cooperer k 
enbroehement dans un plot femelle 3 realise" sous forme de douille. 
Chaque plot, qu'il soit femelle 3 ou male 5, presente une base 7 qui 
est fixee de fagon definitive sur une face correspondante 4 ou 6 du 
substrat et cette fixation est assuree par un depot prealable metal lis6 
8 sur lequel an appuie la base 7 d'un plot 3 ou 5, avec mise en oeuvre 
d'un cordon de brasure 9, par execple du type cuivre-argent . Chaque 
plot, qu T il soit femelle 3 ou male 5, est raccorde a un corposant 
electronique 10 et k cet effet le substrat 2 presente, au niveau prevu 
de 1' emplacement de chacun des plots 3 ou 5, un conducteur integre 11 
about issant en surface, qui est raccorde au reseau integre de tels 
conducteurs 1^, 1 2> lg, 1 4 , etc... Ch comprend que deux plots 3 1 , 5' en 
alignement sur une m&re carte peuvent etre raccordes l'un a 1' autre par 
un tel conducteur transversal 11* (partie droit e de la figure), ou de 
tels plots 3 et 5 sont le plus souvent electriquement separes, ccnme 
represents a la partie gauche de la figure 1. 

Ch note bien que les conducteurs transversaux 11 et 11' sont 
realises de fagon usuelle a partir de feuilles ceraniques crues, que 
l'on pqingome pour former une pluralite correcte de trous alignes sur 
une distance transversale plus ou moins grande, trous que l'on conble 
ensuite, avant co-cuisson, avec une pate conductrice. 

En se rgferant a la figure 2, on trouve la meme disposition que 
celle de la figure 1, mais adaptee a un substrat de carte electronique 
qui est realise" non plus a partir de feuilles ceraniques crues, mais a 
partir d'une plaque ceramique rigide 21. Ch retrouve le ro&re circuit 
integre dans la zone superficielle 22. Mais id la connexion entre les 
broches 5, 5' avec le reseau des conducteurs superficiels 22 est ici 
realise par la mise en oeuvre d'une perforation de substrat 23 que l'on 
metallise de fagon a obtenir une liaison conductrice entre les broches 
5, 5' et le reseau de conducteurs 1-1, 1-2, etc... 

Ch se refers maintenant k la figure 3 ou l'on a une vue 
schematique partielle d' assemblage et d' interconnexion de trois cartes 
31, 32, 33, qui sont intercoimectees entre elles par un ensemble de 
plots males 5 en forme de broche cooperant avec un ensemble de plots 
femelles 3 en forme de douille. Ch voit par exenpie que les plaques 31 
et 32 sont intercoimectees entre elles par cinq assemblages de tels 
plots 5-3 qui sont agences transversalement selon les emplacements a. 
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c, d, e, h, alors que les cartes eUectroniques 32, 33 sont 
interconnectees entre elles par un assemblage' de plots males 5 et de 
plots fenelles 3 dans les emplacements a. f, g, h. 

La carte superieure 31 est elle-tnema raccordee a une carte 
voisine non representee dans les positions b et h, alors que la carte 
inferieure 33 est raccordee a una carte voisine non representee dans 
les positions b et h. 

Csi constate que tous les plots, qu'ils soient males S ou 
femelles 3, cooperent effectivement avec un plot femelle 3 ou male 5 
contrairement a la technique anterieure od il existait de ncmbreux 
plots males et femelles qui s'£tendaient, sans fonction aucune dans 
l'espace Interstitiel entre deux cartes voisines occupant ainsi des 
emplacements qui, maintenant, peuvent etre devolus a la reception de 
ccmposants electroniques. 

Eh se referant maintenant aux figures 4 et 5, on voit qu'un 
erapilement broche" 40 de cartes electroniques 41 est place* dans un 
bottler hennStique 43 avec un ensemble de cales 44 et de ressorts de 
positioraierosnt 45. Les plots tenninaux de l'enseoble sont raccordes au 
travers d'une parol 46 du bottler avec des plots exterleurs 47. 
L'alimentatian des cartes s'effectue ici par l'intennealaire d'une 
barre longitudinals 48 cooperant avec des plots d' alimentation 
pgripheriques correspondent a chaque carte electranique, cette barre 48 
pouvant Stre ccnmandee a deplacemant transversal par des may ens de 
ccmnande ext4rieurs non representee, par exenple par un systems de case 
ou glissieres, assurant a la fois le positionnement de l'enseoble dans 
le bottler et la connexion electrique avec des plots de contact places 
a la peripheric iaterale. 

Dans le bottier hexmetique 43 le refroidissement peut 
s'effectuer par convection materiel le d'un gaz (heliun notanment) 
pressurise* ou non, par convection forcee par ventilation interne d'un 
gaz, ou par ebullition de liquide chloro-fluor6. 

L'energie thermique developpee dans le bottler 43 peut en etre 
extra! te par des ailettes internes/externes amanagees sur une paroi de 
bottler ou par un echangeur thermique liquide-gaz ou liquide- liquide. 



1/3/2007, EAST Version: 2.1.0.14 



2673040 



6 

KEVENDICRTIONS 
1. Procede d 1 assemblage et d 1 interconnexion de 
cartes electroniques (31, 32, 33) a circuits integres 
hybrides, du genre ou l'on prevoit des plots d* assemblage 
5 (3, 5) et d 1 interconnexion de part et d* autre d'un 
substrat (2) de chague carte modulaire, agences 
transversalement auxdites cartes electroniques, les plots 
(3) saillant sur una face (4) dudit substrat (2) de carte 
etant tous du type femelle, tandis que les plots (5) 
10 saillant sur una face opposes (6) dudit substrat (2) de 
carte sont du type male de dimensions telles qu'un plot 
male (5) puisse cooperer a embrochement avec un plot 
femelle (3), les aomposants electroniques (10) etant tous 
montes sur une face dudit substrat de carte electronique 
15 en contact par des conducteurs _ integres ( 1 ) avec une 
pluralite de tels plots (3, 5), on assemble les cartes en 
un empilement broche (40), avec des conducteurs 
d' alimentation a la peripherie laterals (47) ou 
d'extremite dudit empilement, caracterise en ce que cheque 
20 plot (3, 5), male ou femelle, constitue une piece 
metallique separee, que l'on solidarise par sa base (7) 
face centre face sur la surface externe (4, 6) du substrat 
(2) de carte electronique, en contact avec un conducteur 
integre (1) dans ledit substrat (2) de carte. 
25 2. Procede d' assemblage et d ' interconnexion de 

cartes electroniques selon la revendication 1, selon 
lequel les substrats (2) de cartes modulaires a circuits 
hybrides sont elabores sur un support ceramique rigide 
(21) avec depot de .couches isolantes et conductrices, le 
30 tout etant soumis a une cuisson a basse temperature, 
caracterise en ce que l'on prevoit dans le support 
ceramique rigide (21) des pre-perf orations metallisees 
(23) aux endroits prevus de fixation des plots sur la face 
(6) de ladite carte, qui est opposee a celle servant a la 
35 reception des composants electroniques (10). 

3. Procede- d ! assemblage et d_* interconnexion de 
cartes electroniques selon la revendication 1, du genre ou 
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les cartes modulaires a circuits hybrides sont elaborees 
aelon la technique d'empilement de feuilles ceramiques 
crues chacune recouverte sur une face de depfits isolants 
et conducteurs, le tout etant soumis a une co-cuisson a 
5 haute temperature, caracterise en ce qu'au raoins une 
feuille de ceramique crue destinee a former une face 
externa de substrat (2) de carte est pourvue d'une serie 
de perforations (11, 11') pour 1 • etablissement de contacts 
electriques avec des plots d ' assemblage et 
10 d' interconnexion (3, 3', 5, 5*). 

4. Carte electronique modulaire a circuits integres 
hybrides, du genre ou un substrat (2) est equipe des plots 
d* assemblage et d ' interconnexion (3, 5) de part et d' autre 
de chaque carte modulaire, agences transversalement a 

15 ladite carte electronique, les plots (3) saillant sur une 
face (4) de substrat (2) de carte etant tous du type 
femelle, tandis que les plots (5) saillant sur une face 
opposee (6) de substrat de carte sont du type male de 
dimensions telles qu'un plot male (5) puisse cooperer a 

20 embrochement avec un plot femelle (3), les composants 
electroniques (10) etant tous montes sur une meme face et 
raccordes electriquement par des conducteurs integres (1) 
a une pluralite de plots (3, 5), caracterisee en ce que 
chaque plot (3, 5) male ou femelle est constitue d'une 

25 piece metallique separee dont une base (7) est solidarisee 
face contre face sur la surface (4, 6) de substrat (2) de 
carte. 

5. Carte electronique selon la revendication 4, 
caracterisee en ce que la fixation d'un plot sur un 

30 substrat de carte electronique s'effectue par 
1 ' intermediaire d'un dep6t metallique prealable (8) sur le 
substrat (2) et par brasage par exemple au moyen d'une 
brasure (9) du type cuivre-argent . 

6. Ensemble de cartes electroniques modulaires a 
35 circuits integres hybrides, chacune constitute d'un 

substrat (2) a circuits integres avec des plots 
d' assemblage et d ' interconnexion (3, 5) saillant de part 
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et d' autre des faces (4, 6) dudlt substrat de carte, 
agences transveraalement a chaque carte electronique, les 
plots (3) salllant sur une face (4) de ladite carte etant 
tous du type femelle, tandis que les plots (5) saillant 
5 sur une face opposee (6) de ladite carte sont tous du type 
male de dimensions telles qu'un plot male (5) coopere a 
embrochement avec un plot femelle (3), chaque carte 
recevant sur une face des composants electronlques (10) 
electriquement en contact par des conducteurs Integres (1) 

10 a une pluralite de tels plots (3, 5), caracterise en ce 
que tous les plots males d'une quelconque carte (31) dudlt 
empllement cooperent a embrochement d' assemblage et 
d 1 Interconnexion electrique avec des plots femelles (3) 
correspondants d'une carte (32) voisine. 

15 7. Ensemble de cartes electronlques modulaires a 

circuits integres selon la revendication 6, caracterise en 
ce que ledlt ensemble est place dans un boltler 
herm&tique (43) soumis a un fluids de refroidissement. 
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